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Дипломный проект :62 стр, 45 рисунков, 5 таблиц, 23 источника, 8 листов 
графической части формата А1.

В дипломном проекте была рассмотрена технология создания паровой камеры.
В состав дипломного проекта входит литературный обзор по тематике паровой 

камеры. Проектирование и теоретическое обоснование инновационной системы в составе 
которой находится паровая камера на основе технологий Института тепло- и массообмена 
имени А.В. Лыкова Национальной академии наук Беларуси. Создание, проверка и 
описание экспериментальной установки для проверки работоспособности паровой камеры 
как элемента охлаждения, Экспериментальная проверка работоспособности и 
эффективности модели паровой камеры. Описание и анализ результатов экспериментов.

В пояснительной записке к дипломному проекту также были приложены правила 
охрана труда техника-конструктора в Институте тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова 
Национальной академии наук Беларуси. Расчетная стоимость созданной паровой камеры. 
Список источников, используемых при создании модели и написании пояснительной 
записки.

В графических материалах дипломного проекта представлены графики, 
отражающие результаты проведенных экспериментов, принципиальная схема установки, 
принцип работы паровой камеры, атак  же её конструкция. Также представлены чертежи и 
фотографии паровой камеры, как охлаждающего элемента системы охлаждения 
микропроцессора.

Испытания паровой камеры на работоспособность и эффективность показали 
удовлетворительные результаты -  система терморегулирования работает согласно 
заданному техническому заданию.
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